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台灣具有上中下游完整的電子產業供應鏈，在全球生產網絡上佔關鍵地位，可迅速地

設計與製造出符合客戶需求之產品，成為國際品牌廠商最優先選擇之合作夥伴。但過去台

灣製造產業發展軌跡，向來都是藉由發展下游系統產業，再轉以逆向整合模式去推動上游

發展，電子材料亦是循此軌跡發展。例如下游半導體製造、 IC構裝、顯示器等產業，都因

蓬勃興起後，帶動了上游材料的殷切需求。

目前電子產品的技術需求，從資訊技術跨越至以寬頻及高頻的通訊技術為主，預期未

來無所不在之汎網(Ubiquitous Network)時代將逐漸來臨，電子產品亦將以多元面貌呈現，

將繼續朝向高度整合的輕薄短小方向發展，在使用上更強調貼身性、舒適性及便利性之人

性基本需求，因此在材料及零組件之特性上，將更強調可撓性、多功能、智慧化、製程多

元化及環境相容性，預期以軟性電子為發展主軸之技術，將於 2015年以後成為主流。因此

可撓及可印式之無機或有機半導體材料將更被重視，而追求低成本及大量生產之新電子元

件生產技術，將透過新材料之開發逐步實現。由於多元應用、功能提升、製程轉變之諸多

需求，將使得軟性電子材料之發展充滿更多創新發展之空間與新市場開拓之機會，軟性電

子被視為繼半導體及顯示器之後，第三波之產業發展，產業前景極為看好。

人類不斷追逐無所不在之電子應用夢想，透過新電子材料功能之植入，將使許多傳統

民生用品更有智慧，能提供更多樣之主動式服務。但受限於矽半導體之製程、成本及物理

特性限制，無法廣泛滲透進入人類生活之每一個層面。我國業者受限於公司規模，研發能

量雖然有限，但產業分工完整建立，將先從周邊材料研發做起，尤其是產品組裝段之相關

軟性被動元件材料，再切入可撓式基材表面處理⋯等相關材料，最後再切入核心之可印式

有機及無機主動元件半導體材料開發。

本專題將針對軟性電子之市場、被動元件、主動元件、製造技術及軟性面板構裝技術

進行系統性之介紹，期望能結合上述新技術開發，開拓出新興應用市場。在軟性被動材料

研究上，因其易脆裂，無法應用於撓曲性的軟性電子上，故工研院在近十多年致力於結合

有機系統被動元件材料技術與軟性基板材料開發之豐富經驗，來開發具柔軟性之被動元件

材料，亦將在專題中進行相關討論與介紹。在半導體材料上，非矽基與非真空製程研究方

面已有顯著進展，可大幅降低製程成本，並表現出近似矽基之積體電路的功能。在材料研

發上，未來仍持續朝向可靠性、低成本化及製程改善多方向努力。


